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二、说明、目录、图表目录
中企顾问网发布的《2024-2030年中国芯片行业发展态势与投资战略研究报告》报告中的资料

和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及共

研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用共研自主建立的产业分析

模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，是企

业布局煤炭综采设备后市场服务行业的重要决策参考依据。     报告目录：  第1章：芯片行业

综述及数据来源说明  1.1 芯片行业界定  1.1.1 芯片的界定  1.1.2 芯片相似概念辨析  1.1.3 《国民

经济行业分类与代码》中芯片行业归属  1.2 芯片行业分类  1.2.1 按国际标准分类  1.2.2 按使用

功能分类  1.3 芯片专业术语说明  1.4 本报告研究范围界定说明  1.5 本报告数据来源及统计标准

说明  1.5.1 本报告权威数据来源  1.5.2 本报告研究方法及统计标准说明     第2章：中国芯片行业
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准汇总  2）中国芯片行业现行标准分析  （3）中国芯片行业重点标准解读  2.1.3 国家层面芯片

行业政策规划汇总及解读  （1）中国芯片行业国家层面重点相关政策汇总  （2）中国芯片行

业国家层面重点相关规划汇总  2.1.4 国家层面重点政策对芯片行业发展的影响分析  （1）

《2022年汽车标准化工作要点》  （2）《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》  2.1.5 国

家层面重点规划对芯片行业发展的影响分析  （1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第

十四个五年规划和2035年远景目标纲要》  （2）《物联网新型基础设施建设三年行动计划

（2021-2023年）》  2.1.6 中国芯片行业区域政策热力图  2.1.7 中国芯片产业各省市政策汇总及

解读  （1）中国芯片产业各省市重点政策汇总  （2）中国各省市芯片行业发展目标解读  2.1.8 

政策环境对行业发展的影响分析  2.2 中国芯片行业经济（Economy）环境分析  2.2.1 中国宏观

经济发展现状  （1）中国GDP及增长情况  （2）中国三次产业结构  （3）中国居民消费价格
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力成本  1）中国劳动力供给形式严峻  2）中国人力成本持续上升  （4）中国网民规模及互联网

普及率  2.3.2 社会环境对芯片行业的影响总结  2.4 中国芯片行业技术（Technology）环境分析 

2.4.1 芯片行业技术工艺及流程  2.4.2 芯片行业新兴技术分析  2.4.3 中国芯片行业科研投入状况 

2.4.4 中国芯片行业科研创新成果  （1）中国芯片行业专利申请公开  1）专利申请数量变化情



况  2）专利公开数量变化情况  （2）中国芯片行业热门专利申请人  （3）中国芯片行业热门技
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全球芯片行业发展历程  3.2 全球芯片市场发展现状分析  3.2.1 全球芯片市场供给现状  3.2.2 全

球芯片市场需求现状  3.2.3 全球芯片市场发展特点  3.3 全球芯片行业市场规模体量  3.3.1 全球

半导体行业市场规模  3.3.2 全球芯片行业市场规模  3.4 全球芯片行业区域发展格局及重点区域

市场研究  3.4.1 全球芯片行业区域发展格局  3.4.2 重点区域一：美国芯片行业市场分析  （1）

美国芯片市场规模  （2）美国芯片技术研发进展  3.4.3 重点区域二：韩国芯片行业市场分析  

（1）韩国芯片市场规模  （2）韩国芯片技术研发进展  3.5 全球芯片行业市场竞争格局  3.6 全

球芯片行业发展趋势预判及市场前景预测  3.6.1 新冠疫情对全球芯片行业发展影响分析  3.6.2 

全球芯片行业发展趋势预判  3.6.3 全球芯片行业市场前景预测     第4章：中国芯片行业发展状

况分析  4.1 中国芯片行业发展综述  4.1.1 中国芯片产业发展历程  4.1.2 中国芯片行业发展地位 

4.2 中国芯片行业发展现状  4.2.1 中国芯片市场供给情况  4.2.2 中国芯片行业需求情况  4.2.3 中

国芯片行业市场规模（除港澳台）  4.3 中国芯片产业进出口贸易情况  4.3.1 中国集成电路（芯

片）行业进出口贸易概况  4.3.2 中国集成电路（芯片）行业进口贸易状况  （1）集成电路（芯

片）行业进口贸易规模  （2）集成电路（芯片）行业进口价格水平  （3）集成电路（芯片）

行业进口来源地  4.3.3 中国集成电路（芯片）行业出口贸易状况  （1）集成电路（芯片）行业

出口贸易规模  （2）集成电路（芯片）行业出口价格水平  （3）集成电路（芯片）行业出口

产品结构  （4）集成电路（芯片）行业出口目的地  4.3.4 中国集成电路（芯片）行业进出口贸

易影响因素及发展趋势  4.4 中国芯片市场格局分析  4.4.1 中国芯片市场竞争格局  （1）区域竞

争格局分析  （2）企业竞争格局分析  4.4.2 中国芯片企业最新发展动态  4.5 中国芯片产业区域

发展动态  4.5.1 深圳  （1）行业发展概况  （2）行业发展现状  （3）细分优势明显  1）IC设计

环节  2）IC制造环节  3）IC封测环节  （4）未来发展前景  4.5.2 北京  （1）行业发展概况  （2

）行业发展现状  （3）北设计&mdash;&mdash;中关村  （4）南制造&mdash;&mdash;亦庄  4.5.3 

杭州  （1）集成电路（芯片）政策  （2）产业发展现状  4.5.4 台湾  （1）台湾芯片行业发展历

程  （2）台湾芯片市场规模分析  （3）台湾芯片竞争格局分析  （4）台湾芯片技术研发进展 

4.6 中国芯片产业痛点与应对策略  4.6.1 中国芯片产业痛点分析  4.6.2 中国芯片产业痛点应对策

略     第5章：中国芯片行业产业链分析  5.1 芯片设计行业发展分析  5.1.1 产业发展历程  5.1.2 市

场发展现状  （1）企业数量  （2）市场规模  5.1.3 市场竞争格局  5.2 晶圆制造行业发展分析 

5.2.1 晶圆加工技术  5.2.2 市场发展现状  （1）晶圆产能规模  （2）市场规模  5.2.3 市场竞争格

局  5.3 芯片封测行业发展分析  5.3.1 芯片封测技术  （1）芯片封装技术简介  （2）芯片测试技

术简介  5.3.2 市场发展现状  （1）主要企业产量  （2）市场规模  5.3.3 市场竞争格局     第6章：

芯片行业细分产品市场分析  6.1 芯片行业产品结构概况  6.1.1 芯片产品类型介绍  6.1.2 芯片产



品结构分析  6.2 模拟芯片市场分析  6.2.1 模拟芯片概况  （1）模拟芯片概况  （2）模拟芯片分

类  6.2.2 模拟芯片市场规模  （1）全球模拟芯片市场规模  （2）中国模拟芯片市场规模  6.2.3 

模拟芯片市场竞争格局  （1）全球模拟芯片竞争格局  （2）中国模拟芯片竞争格局  6.2.4 模拟

芯片的下游应用  6.3 微处理器市场分析  6.3.1 微处理器分类  6.3.2 微处理器市场规模  （1）全球

微处理器市场规模  （2）中国微处理器市场规模  6.3.3 微处理器市场竞争格局  （1）全球微处

理器的竞争格局  （2）中国微处理器的竞争格局  6.3.4 微处理器的下游应用  6.4 逻辑芯片市场
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